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FOREWORD 

This amendment has been prepared by subcommittee 47E: Discrete semiconductor devices, 
of IEC technical committee 47: Semiconductor devices. 

The text of this amendment is based on the following documents: 

CDV Report on voting 

47E/499/CDV 47E/517/RVC 

 
Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report 
on voting indicated in the above table.  

_____________ 

2 Normative references 

Replace the existing references IEC 60050-702 and IEC 60747-1 as follows: 

IEC 60050-702, International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 702: Oscillations, signals 
and related devices (available at: <http://www.electropedia.org>) 

IEC 60747-1:2006, Semiconductor devices – Part 1: General  
IEC 60747-1/AMD 1:2010 

 

Delete the existing reference IEC 60747-16-1: 

IEC 60747-16-1:2001, Semiconductor devices – Part 16-1: Microwave integrated circuits – 
Amplifiers  
Amendment 1(2007) 

 

7.2.2 
Replace the existing definition with the following new definition: 

RF power measured at the output port 

 

7.2.15 
Replace the existing note with the following new note: 

NOTE The abbreviation “MSG” is in common use for the maximum stable gain. 

 

7.2.19 
Replace the existing entry with the following new entry: 
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7.2.19 
intermodulation distortion 
Pn/P1 
ratio of the nth order component of the output power to the fundamental component of the 
output power 

Note 1 to entry: The abbreviation “IMDn” is in common use for the nth order intermodulation distortion. 

 

Table 3 – RF characteristics 

Replace parameters 7.3.2.2.2.17 with the following new parameters: 

Subclause Parameters Min. Typ. Max. 
Categories 

A B 

7.3.2.2.2.17 Either 

Input power at the intercept point(for intermodulation 
products), Pi,n(IP) or output power at the intercept 
point (for intermodulation products), Po,n(IP) or 
Intermodulation distortion, Pn/P1 (where appropriate) 

 +  +  

 

7.4.3.17 Intermodulation distortion (two-tone) (P1/Pn)  

Replace the existing title with the following new title: 

7.4.3.17 Intermodulation distortion (two-tone) (Pn/P1)  

 

7.4.3.17.3 Principle of measurement 

In the second paragraph, replace "P1/Pn" with "Pn/P1". 

Replace Equation (42) as follows: 

 Pn/P1 = Pn – Po = Pc – Pb (42) 

 

7.4.3.17.6 Measurement procedure 

Figure 43 – Example of third order intermodulation products indicated by the spectrum 
analyser 

In the figure, replace "P1/P3" with "P3/P1", as follows. 
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7.5.1.2.4 Test procedure 

Replace the sixth sentence as follows: 

The phase angle is swept continuously by varying the length of the line stretcher. 

 

7.5.1.3.4 Test procedure 

Replace the fifth sentence as follows: 

The phase angle is swept continuously by varying the length of the line stretcher. 

 

7.5.2.2.4 Test procedure 

Replace the sixth sentence as follows: 

The phase angle is swept continuously by varying the length of the line stretcher. 

 

7.5.2.3.4 Test procedure 

Replace the fifth sentence as follows: 

The phase angle is swept continuously by varying the length of the line stretcher. 

 

7.5.3.5 Test procedure 

Replace the sixth sentence as follows: 

The phase angle is swept continuously by varying the length of the line stretcher. 

 

IEC 
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3/
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2f1–f2 f1 f2 2f2–f1 
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8.2.11 
Replace the existing definition with the following new definition: 

See 7.2.2. 

 

8.2.19 
Replace the existing entry with the following new entry: 

8.2.19 
intermodulation distortion 
Pn/P1 
See 7.2.19. 

NOTE The abbreviation "IMDn" is in common use for the nth order intermodulation distortion. 

 

Table 9 – RF characteristics 

Replace parameters 8.3.2.2.2.9 with the following new parameters: 

Subclause Parameters Min. Typ. Max. 
Categories 
A B 

8.3.2.2.2.9 Either 

Input power at the intercept point(for 
intermodulation products), Pi,n(IP) or output 
power at the intercept point (for 
intermodulation products), Po,n(IP) or 
Intermodulation distortion, Pn/P1 (where 
appropriate) 

  

+ 

  

+ 

 

 

8.4.3.15 Intermodulation distortion (two-tone) (P1/Pn)  

Replace the existing title with the following new title: 

8.4.3.15 Intermodulation distortion (two-tone) (Pn/P1)  

 

9.4 Procedure in case of a testing error 

Table 12 – Operating conditions and test circuits 

Replace, in Table 12, the two references to 7.2.4 of IEC 60747-1:2006 as follows: 

7.2.4 of IEC 60747-1:2006 and IEC 60747-1:2006/AMD1:2010 

 

___________ 
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AVANT-PROPOS 

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 47E: Dispositifs discrets à 
semiconducteurs, du comité d’études 47 de l'IEC: Dispositifs à semiconducteurs. 

Le texte de cet amendement est basé sur les documents suivants: 

CDV Rapport de vote 

47E/499/CDV 47E/517/RVC 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cet amendement. 

_____________ 

 

2 Références normatives 

Remplacer les références existantes IEC 60050-702 et IEC 60747-1 comme suit: 

IEC 60050-702, Vocabulaire électrotechnique international – Chapitre 702: Oscillations, 
signaux et dispositifs associés (disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org>) 

IEC 60747-1:2006, Dispositifs à semiconducteurs – Partie 1: Généralités  
IEC 60747-1/AMD 1:2010 

 

Supprimer la référence existante IEC 60747-16-1: 

CEI 60747-16-1:2001, Semiconductor devices – Part 16-1: Microwave integrated circuits – 
Amplifiers (disponible en anglais seulement)  
Amendement 1(2007)  

 

7.2.2 

Remplacer la définition existante par la nouvelle définition suivante: 

puissance RF mesurée au port de sortie 

 

7.2.15 

Remplacer la note existante par la nouvelle note suivante: 

NOTE L’abréviation «MSG» est encore d’usage courant pour le gain maximal stable. 
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7.2.19 

Remplacer l'article terminologique existant par le nouvel article terminologique suivant: 

7.2.19 
distorsion d'intermodulation 
Pn/P1 
rapport de la composante du nième ordre de la puissance de sortie à la composante 
fondamentale de la puissance de sortie 

Note 1 to entry: L’abréviation «IMDn» est encore d’usage courant pour la distorsion d’intermodulation du nième 
ordre. 

 

Tableau 3 – Caractéristiques RF 

Remplacer les paramètres pour 7.3.2.2.2.17 par les nouveaux paramètres suivants: 

Paragraphe Paramètres Min. Typ. Max. 
Catégories 

A B 

7.3.2.2.2.17 Soit: 

Puissance d’entrée au point d’interception (pour les 
produits d’intermodulation), Pi ,n(IP) ou puissance de 
sortie au point d’interception (pour les produits 
d’intermodulation), Po,n(IP) ou distorsion 
d’intermodulation, Pn/P1 (s’il y a lieu) 

 +  +  

 

7.4.3.17 Distorsion d’intermodulation (deux fréquences porteuses) (P1/Pn)  

Remplacer le titre existant par le nouveau titre suivant: 

7.4.3.17 Distorsion d’intermodulation (deux fréquences porteuses) (Pn/P1)  

 

7.4.3.17.3 Principe de mesure 

Dans le second alinéa, remplacer "P1/Pn" par "Pn/P1". 

Remplacer l'équation (42) comme suit: 

 Pn/P1  = Pn – Po  = Pc – Pb (42) 

 

7.4.3.17.6 Procédure de mesures 

Figure 43 – Exemple de produit d’intermodulation du troisième ordre par l’analyseur de 
spectre 

Dans la figure, remplacer "P1/P3" par "P3/P1", comme suit. 
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7.5.1.2.4 Procédure d’essai 

Remplacer la sixième phrase comme suit: 

Balayer l’angle de phase de manière continue en faisant varier la longueur de l’extenseur de 
ligne. 

 

7.5.1.3.4 Procédure d’essai 

Remplacer la cinquième phrase comme suit: 

Balayer l’angle de phase de manière continue en faisant varier la longueur de l’extenseur de 
ligne. 

 

7.5.2.2.4 Procédure d’essai 

Remplacer la sixième phrase comme suit: 

Balayer l’angle de phase de manière continue en faisant varier la longueur de l’extenseur de 
ligne. 

 

7.5.2.3.4 Procédure d’essai 

Remplacer la cinquième phrase comme suit: 

Balayer l’angle de phase de manière continue en faisant varier la longueur de l’extenseur de 
ligne. 

 

7.5.3.5 Procédure d’essai 

Remplacer la sixième phrase comme suit: 

Balayer l’angle de phase de manière continue en faisant varier la longueur de l’extenseur de 
ligne. 

IEC 
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8.2.11 

Remplacer la définition existante par la nouvelle définition suivante: 

Voir 7.2.2. 

 

8.2.19 

Remplacer l'article terminologique existant par le nouvel article terminologique suivant: 

8.2.19 
distorsion d'intermodulation 
Pn/P1 
Voir 7.2.19. 

NOTE L’abréviation «IMDn» est encore d’usage courant pour la distorsion d’intermodulation du n ième ordre. 

 

Tableau 9 – Caractéristiques RF 

Remplacer les paramètres pour 8.3.2.2.2.9 par les nouveaux paramètres suivants: 

Paragraphe Paramètres Min. Typ. Max. 
Catégories 

A B 

8.3.2.2.2.9 Soit: 

Puissance d’entrée au point d’interception (pour les 
produits d’intermodulation), Pi ,n(IP) ou puissance de 
sortie au point d’interception (pour les produits 
d’intermodulation), Po,n(IP) ou distorsion 
d’intermodulation, Pn/P1 (s’il y a lieu) 

 +  +  

 

8.4.3.15 Distorsion d’intermodulation (deux fréquences porteuses) (P1/Pn)  

Remplacer le titre existant par le nouveau titre suivant: 

8.4.3.15 Distorsion d’intermodulation (deux fréquences porteuses) (Pn/P1)  

 

9.4 Procédure à suivre dans le cas d’une erreur d’essai 

Tableau 12 – Modes opératoires et circuits d’essai 

Remplacer, dans le Tableau 12, les deux références au 7.2.4 de IEC 60747-1:2006 comme 
suit: 

7.2.4 de l'IEC 60747-1:2006 et de l'IEC 60747-1:2006/AMD1:2010 

 

___________ 
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